
MĚDĚNÉHO PLECHU OTVORY MINIMUM.025 AVG,.020 MIN... OTVORY MOHOU BÝT
NEPŘIPOJENÝ
Tento PN vyžaduje 10 % impedance, 8mil laserovou vrtačku, POFV, nad sebou prostřednictvím
laserové slepci pomocí vrtáku thru 6mil dielektrikum a plug a oplechování plochých přes

Balení s bezbarvé transparentní bublinková fólie, 25 ks / sáček, dát vysoušedlo v křídle, na horní
stranu dát kartu indikátor vlhkosti

Uspořádání vrstev





Holé printed circuit board společnost

https://www.o-leading.com/cz/news/Four-special-plating-methods-for-circuit-boards.html

